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Sachverhalt und Antréage

Mt insgesanmt 6 Einsprichen war das Patent Nr. 0 534 905
imH nblick auf Artikel 100 a) EPU (Mangel an Neuheit
und Mangel an erfinderischer Tatigkeit) gestuitzt auf

27 Druckschriften angegriffen worden. Die

Ei nspruchsabtei | ung war der Auffassung, dalR dem
Cegenstand des Patents (entsprechend dem vorgel egten
Hauptantrag und vier Hilfsantragen) gegeniber dem

vor gebrachten Stand der Techni k die Neuheit bzw die
erfinderische Tatigkeit fehle und widerrief das Patent.

1. Di e Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung tber den W derruf
des Patents Nr. O 534 905 Beschwerde eingel egt.

| m Beschwer dever f ahren stiutzten sich die Parteien nur
noch auf die fol genden Druckschriften:

El: DD- A- 202 898

E3: L. Stallings, M B. K, Gabel: "Solid Lubricants
Can Reduce Wear and Increase Cutting Tool Life"
in: Cutting Tool Engineering, Muy-June 1980, 32,
(5-6), Seiten 22 bis 24: uberarbeitete Fassung
der Originalverdoffentlichung, erschienen im
August 1979, in "AVA Mol ysul fide Newsletter",
(Veroffentlichungsdatum | aut Uni - Bi bl i ot hek
Hannover am 21. Juli 1980)

E4: Bandyopadhyay, B. P. et al.: "War Reduction of
Cutting Tools: Tribological Troperties of Hard
Coati ngs", Proceedings of the Japan Int.
Tri bol ogy Conference, Nagoya, Japan, 29 Cctober
to 1 Novenber 1990, (Met.-A., 9111-72-0511),
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Seiten 349 bis 353 (Veroffentlichungsdatum | aut
Uni - Bi bl i ot hek Hannover: 22. Juli 1991)

ES5: Materi al s Sci ence and Engi neering, 90 (1987),
Seiten 281 bis 286

E13: Dat abase WPl , Week 8007, Derwent Publications,
AN8O- 69308C & SU-A-715 631

E22: Bundesanstalt fur Material forschung und - prdfung,
Berlin, Forschungsbericht Nr. 158, April 1989,
R. Wasche, K. H. Habig: "Physikalisch-Chem sche
G undl agen der Feststoffschm erung”
Seiten 3, 8 - 15, 24 bis 30

E25: US- A-4 324 803

E27: EP-A-0 521 045 & E27a: WD 91/ 14797

Am 5. Juni 2002 fand vor der Beschwerdekammer eine
nmindl i che Verhandl ung statt, wihrend der seitens der

Ei nsprechenden IV noch auf die vorveréffentlichte
Druckschrift E27a: WD 91/ 14797 (Veroffentlichungsdat um
03. 10.1991) hi ngewi esen wurde, deren technischer Inhalt
sich jedoch nicht von denjenigen der Druckschrift E27:
EP- A-0 521 045 (Veroffentlichungsdatum 7. Januar 1993)
unt erschei det. Am Ende der ntindl i chen Ver handl ung war
die Antragslage wie fol gt:

Di e Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) beantragte

- di e Auf hebung der angefochtenen Entschei dung und,

- al s Hauptantrag, die Aufrechterhaltung des Patents in
geadnderter Form auf der Basis der Anspriche 1 bis 6,
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ei ngereicht als Anlage B3 zum Schrei ben vom
8. Juli 1999 (vormals Hilfsantrag Il) oder,

- als Hilfsantrag, die Aufrechterhaltung des Patents
auf der Basis der Anspriche 1 bis 6, wobei der
abhangi ge Anspruch 2 gestrichen wurde, eingereicht
al s Anl age B5 zum Schrei ben vom 8. Juli 1999 (vornals
Hi | fsantrag IV).

Di e Beschwer degegneri nnen (Ei nsprechenden) beantragten
di e Zur ickwei sung der Beschwerde der Patentinhaberin.

Anspruch 1 des Hauptantrags | autet:

"1. Verfahren zur Herstellung ei nes Werkzeugs fur die
spanabhebende Bear beitung von Werkstof fen, dadurch
gekennzei chnet, dall ein Werkzeug mttels eines PVD
Verfahrens mt einer Anlage des "CO osed Field Unbal anced
Magnetron"-Typs, die einen hohen I|onisierungsgrad

bewi rkt, mt m ndestens einer Verbindung beschi chtet
wird, die aus m ndestens einem El ement der Guppe O S,
Se, Te einerseits, und aus m ndestens ei nem El enent der
G uppe V, No, Ta, C, M, und Wandererseits, besteht."”

Anspruch 1 des Hilfsantrags | autet:

"1. Verfahren zur Herstellung ei nes Werkzeugs fur die
zer spanende Bear beitung von Werkstoffen, durch

Beschi chten ei nes Werkzeugs mttels ei nes PVD Verfahrens
mt einer Anlage des "C osed Field Unbal anced
Magnetron"-Typs, die einen hohen I|onisierungsgrad

bewi rkt, mt m ndestens einer Verbindung, die aus

m ndestens ei nem El enent der Guppe O S, Se, Te

ei nerseits, und aus m ndestens einem El enent der G uppe
V, Nb, Ta, C, M, und Wandererseits, besteht, wobei
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di e Verbi ndung auf ein Werkzeug ohne Hartstoff-

beschi chtung aufgetragen wird."

Di e Beschwerdefihrerin argunentierte we fol gt:

Der Erfindung |iege die Aufgabe zugrunde, die Standzeit
von Werkzeugen fir di e zerspanende Bearbeitung von
Met al | en (Wendeschnei dpl atten, Frasern, Rei bahlen und
Bohrern) zu erhbdhen. Dabei sollten di e beanspruchten
Spanwer kzeuge nicht nur in ihren Ei genschaften

denj enigen der Ublichen mt TiC, Ti N oder TiCN
beschi cht et en Werkzeuge aqui val ent oder (Uberl egen,
sondern auch kostengtnstiger und ei nfacher herstell bar
sein. Die LOosung dieser Aufgabe geschehe durch das

Auf bringen i nsbesondere ei ner MdS,- Schi cht bzw. einer der
in Anspruch 1 genannten Verbi ndungen auf ein
(Stahl-)Substrat mttels eines speziell gewahlten PVD
Verfahrens, das in der Fachwelt als "Closed Field
Unbal anced Magnetron Sputtering"” bekannt sei. In einer
Anl age di esen Typs | asse sich bei tiefem Gasdruck ein
hoher 1onisierunggrad erzielen. Letzterer sei

ent schei dend, denn dadurch werde ei ne Veranderung bzw.
Abwei chung von der sich normal erwei se ausbi | denden
hexagonal en G tterstruktur des abgeschi edenen MS,
bew rkt und es wirden konpakte Schichten mt guter
Haf t ung abgeschi eden.

Ei n sol ches Verfahren sei aus den insgesant 28 als
Stand der Techni k vorgebrachten Druckschriften weder
bekannt, noch werde es durch diese nahegelegt. In
Druckschrift E1 werde zwar auf einem hartstoff-
beschi cht et en Zer spanungswer kzeug auch ei ne MS,- Schi cht
durch Hochfrequenz- Kat hodenzer st aubung ("sputtern")
abgeschi eden, doch wei se di e auf gewachsene Schi cht eine
hexagonal e G tterstruktur auf und trage durch die damt
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ver bundene Schm er- und d eitw rkung vom MoS, wesentlich
zur Verm nderung des Rei bungskoeffizienten bei m
Spanvorgang bei. D ese Auffassung decke sich mt der
Lehre von E5, wonach hexagonal e MbS,- Fil me gegenuber
anor phen Fil men di e besseren Schmier- und G eiteigen-
schaften aufw esen und somt bevorzugt wirden. Zur

Ver hi nderung der Ausbi |l dung anorpher Strukturen solle
deshal b ein hohes | onenbonbardenent beim "Sputtern" - im
Cegensat z zu dem beanspruchten Verfahren - in E5 gerade
ni cht angestrebt werden. Eine ahnliche technische Lehre
finde sich in Druckschrift E22, Punkt 2.1.5 und

i nsbesondere Bild 18, wo ebenfalls die Ausbildung einer
hexagonal en MbS, bevorzugt werde. Di ese Druckschriften

W esen somt von der patentgenidlR3en Lehre weg.

D e gemal3 Druckschrift E3 auf ei nem spanabhebenden

Wer kzeug auf getragene MS,- Schi cht werde nach ei nem
gehei nen und damt unbekannten Verfahren aufgebracht,
wahrend di e nach ei nem patentierten Verfahren
hergestellten W5,- Fi | ne gemal3 Druckschrift E4 mt
unbekannter G tterstruktur auf spanenden Werkzeugen ohne
Ti N-Schi cht kei ne entschei dende Ver besserung der

St andzei ten ergdben (siehe Tabelle 1). Die entsprechend
der Lehre von Druckschrift E25 nach dem "nmagnetron-
sputtering"” abgeschi edenen MdS,- Schi chten kdnnten zwar
unt erschi edliche Strukturen zwi schen kristallin, turbo-
stratisch oder anorph aufweisen, jedoch seien solche
Uber ziige nur fir Bauteile von mechani schen Unren
(Wl l en, Zahnréader etc.) vorgesehen, um auf di ese Wi se
di e nmechani schen Rei bungskrafte entschei dend zu
ver m ndern

Auch die Lehre der Druckschrift E27 bzw. E27a wel che die
Vor- und Nachteil e von nmagnetron-sputtering"” und
"unbal anced magnetron sputtering” imallgeneiner Form
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beschrei be, kénne den Fachmann ni cht dazu anleiten, ein
sol ches Verfahren zum Abschei den von MS,- Schi cht en auf
far di e Zerspanung vorgesehenen Wr kzeugen ei nzuset zen,
nur weil mt diesem Verfahren dichte, gut haftende

Schi chten erzeugt werden koénnten. Man habe beim

angef ocht enen Pat ent dagegen erst nach dem Abschei den
der MoS,- Schichten mt di esem Verfahren herausgefunden,
dall di ese Schichten unerwartet dicht und festhaftend
sind und eine veranderte Struktur aufw esen, welche die
ver besserten Ei genschaften bew rke. Das Verfahren gemal3
Anspruch 1 des Hauptantrags sei somt nicht durch den
Stand der Techni k nahegel egt. Di ese Argunente trafen im
dbrigen auch auf Anspruch 1 des Hil fsantrags zu, wonach
nur durch di e Abschei dung ei nes MdS,-Fi |l ns ohne das

Vor handensei n ei ner Zwi schenschi cht aus Hartstoff eine
Ver besserung der Standzeit des spanabhebenden Werkzeug
erzielt werde.

V. Di e Beschwer degegneri nnen argunentierten we folgt:

| m al | genei nen wirden spanabhebende Schnei dwer kzeuge m t
oder ohne Hartstoffbeschichtung imBetrieb zusamen mt
ei ner kihl enden und schm erenden Bohrm | ch ei ngeset zt,
um di e Standzeiten des Werkzeugs zu verl angern. Da die
Ent sorgung der mt Spanen und Abrieb verschnutzten
Bohrm | ch umael t schut zt echni sch j edoch probl emati sch
sei, habe die Fachwelt nach einer hinsichtlich der

St andzeit akzeptablen Alternative gesucht, die in Form
eines mt MS, beschichteten, trockengeschm erten

Wer kzeugs gefunden wurde. Dieser technische Hi ntergrund
i ege auch der Druckschrift E1 zugrunde, wo durch einen
auf eine Ti C Schicht aufgesputterten Film aus
hexagonal em MbS, ei ne Vernm nderung der
Tenper at ur bel ast ung durch Rei bungswarne und des

Ver schl ei Bes des Werkzeugs erreicht und so dessen

1638.D Y A
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Lebensdauer erhoht werde. Von der Lehre dieser
Druckschrift unterschei de sich das patent genmilie
Verfahren einzig und allein durch die Art des gewdhlten
Kat hodenzer st aubungsverfahrens ("sputtern”). Es sei

j edoch von der Patentinhaberin unbestritten, dall das
gewdhl te "Cl osed Field Unbal anced Magnetron Sputtering”
ei ne dem Fachmann zum Annel det ag bekannte und verf tgbare
Technol ogi e gewesen sei. Diese weiterentw ckelte
Sputter-Techni k hatte der Fachmann in Betracht gezogen
und auch eingesetzt, umdichte festhaftende Uberzige zu
er zeugen. Diese Auffassung belegten z. B. die

Ent gegenhal tung E25, wo gut haftende MoS,-Filne mt einem
sol chen Verfahren abgeschi eden wirden.

Auch zeige die vorveroffentlichte Druckschrift E27 die
Vorteile dieses Verfahrens. Da, we dies die Prioritats-
unt er|l agen des angefochtenen Patents bel egen, der MS,-
Fil mdurch ein nicht nédher bezei chnetes Kathoden-

zer st aubungsverfahren (al |l genei n: PVD- Verfahren) ohne
Bezug auf das nun in Anspruch 1 des Streitpatents
genannte "Cl osed Field Unbal anced Magnetron Sputtering”
erzeugt wurde, sei fur die nun vorliegenden Anspriche
der Annel detag des Patent, d. h. der 21. Septenber 1992,
das entschei dende Datum so dall die Lehre von
Druckschrift E27a WX®1/14797, veroffentlicht am

3. Oktober 1991, zum Stand der Techni k gehdre. Daraus
sei es dem Fachmann bekannt gewesen, dall durch ein

| onenbonbar dnment di e Haftung und Struktur der

auf gebracht en Beschi chtung verbessert wirden und sich
ein verstarktes |onenbonbardenent mt einer Anlage vom
Typ "unbal anced magnetron sputtering” erreichen | asse.
Zur Verwi rklichung fester, dichthaftender Schichten sei
es deshal b fir den Fachmann nahel i egend gewesen, ein

sol ches Verfahren auszuprobi eren bzw. zum Abschei den
auch von MdS,-Fil nen ei nzusetzen. Im Ubrigen |asse es die
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Patentschrift vollig offen, was unter ei nem "hohen"

| onenbonbar denent zu verstehen sei und wie die Struktur
des abgeschi edenen MoS,-Fil ns tatsachlich beschaffen sei
Das gemal3 Haupt- und Hil fsantrag beanspruchte Verfahren
beruhe deshal b nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Ent schei dungsgr tinde

1638.D

Di e Beschwerde ist zul assig.

St and der Techni k

Das in dem geanderten Patentbegehren beanspruchte
Merkmal " Cl osed Field Unbal anced Magnetron Sputtering”
sowi e auch das Beispiel 4 des Patents sind in den
Prioritatsunterlagen nicht, jedoch in den urspringlich
ei ngerei chten Annel deunterl agen enthal ten. Der
malRgebl i che Zeitpunkt fir den Gegenstand des gednderten
Pat ent begehrens ist somt der Annel detag

(21. Septenmber 1992). Die Lehre von Druckschrift E27a,
die ein Patentfam lienmtglied von Druckschrift E27
darstellt und bereits am 3. Cktober 1991 verodffentlich
wurde, zahlt somt zum Stand der Techni k. Gegen die

Ei nf Uhrung dieser mt E27 inhaltsgleichen Schrift E27a
wahrend der mindlichen Verhandl ung bestanden seitens der
Pat enti nhaberin kei ne Ei nwande. D e Kamrer kann be

di eser Sachl age gleichfalls keine Ginde erkennen, die
gegen die Einfudhrung dieser Schrift sprechen, da diese
Druckschrift auch schon vorher zur Dokumentation des

al | genei nen St andes der Techni k herangezogen und

di skutiert wurde.

Neuheit (Haupt- und H | fsantrag)
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Kei ne der zum Stand der Techni k genannten Druckschriften
of fenbart ein Verfahren zur Herstellung ei nes Werkzeugs
far die zerspanende Bearbeitung mt allen Merkmal en des
Anspruchs 1 gemall Haupt- oder Hilfsantrag. Der
CGegenstand von Anspruch 1 ist daher neu im Sinne des
Artikels 54 EPU. Im ibrigen wirde die Neuheit von den
Beschwer degegneri nnen auch nicht bestritten.

Erfinderische Tatigkeit (Hauptantrag)

Nachst konrmender Stand der Techni k

Der néachst kommende Stand der Techni k ist aus
Druckschrift E1 oder auch aus den Druckschriften E3 oder
E4 bekannt. | nsbesondere Druckschrift E1 ist von allen
Partei en sow e auch von der Einspruchsabteilung als
Ausgangspunkt zur Beurteilung der erfinderischen

Tati gkeit herangezogen wurden. D e Kammer sieht keinen
G und davon abzuwei chen

Druckschrift E1 beschreibt ein Schnitt-, Stanz-, Zieh-
und Zer spanungswer kzeug, bei dem Uber ei ner zuerst

auf gebrachten Hartstoffschicht aus TiC eine weitere

Schi cht aus Mol ybdandi sulfid mt hexagonaler Gtter-
struktur aufgebracht wrd. Durch das aufgetragene

Har t st of f - pl us- Fest kor per schm er st of f - Schi cht syst em
werden das G eitverhalten und di e Lebensdauer
(Standzeit) der Schnei dwerkzeuge deutlich verbessert.
Das Auf bri ngen di eses Schichtsystens i m Bereich zw schen
100 bis 1000 pymerfol gt durch das bekannte Hochfrequenz-
Kat hodenzer st &ubungsverfahren (sputtern) (siehe E1,
Zusamenfassung, Seite 3, Zeile 25 bis Seite 4,

Zeile 12; Ausf lhrungsbei spiel).

Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags
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unt er schei det sich von der Lehre von El1 dadurch, dalR als
PVD Verfahren ein "C osed Field Unbal anced Magnetron
Sputtering” mt hohem |l onisierungsgrad ei ngesetzt wrd.

Auf gabe und Lo6sung

Ausgehend von di esem Stand der Techni k beruht die der
Pat ent schrift zugrundeli egende Aufgabe in der
Bereitstellung eines Verfahrens, mt dem sich

- konpakt e, gut haftende MS,- Schi chten erzeugen
| assen,

- di e Schi cht zusammenset zung steuern und kontrollieren
| 4kt und

- di e Standzeiten der auf diese Wise beschichteten
Schnei dwer kzeuge wei ter verbessern | assen.

D e L6sung di eser Aufgabe besteht in dem Einsatz des
"Cl osed Field Unbal anced Magnetron Sputtering"-
Prozesses. Dieses Verfahren, das eine Witerentw ckl ung
des PVD-Sputterns darstellt, hat sich bereits fur die
Abschei dung von Schichten aus MdS, zum Zwecke der
Trockenschm erung von beweglichen Bauteil en bewahrt. So
wrd z. B. in Druckschrift E25 dargel egt, dal bereits in
mt demalteren "magnetron sputtering”-Verfahren
abgeschi edenen Fil nen von Metal | sul phi den, Sel eni den
oder Telluriden aus Mo, W No, V, Zr, Ti und Ta

ver schi edene kristall ographi sche Strukturen zw schen
"anor ph", "turbostratisch" und "pol ykristallin"
ausgebi | det werden kdnnen, wobei die turbostratische
Struktur gute Schm erei genschaften aufweist (siehe E25,
Spalte 1, Zeilen 9 bis 21; Spalte 2, Zeilen 47 bis 60;
Spalte 3, Zeile 35 bis Spalte 4, Zeile 35; Beispiel 1).
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Unabhangi g davon, dal3 die in E25 beschichteten Bauteile
far Uhrenanker, Lager, Wellen, Zahnr&der usw. vorgesehen
sind, vermttelt Druckschrift E25 dem Fachmann j edoch
auch di e technische Lehre, dal3, verglichen mt in

her komm i chen Verfahren gesputterten Schichten, mt

ei nem "magnetron sputtering” sel bstschm erende MS,-
Schichten mt verbesserten Eigenschaften erzeugt werden
konnen. Eine &hnliche Lehre entnimt der Fachmann auch
der Druckschrift E27a, wonach durch |onenbeschuld die
Haftfestigkeit und Struktur der abgeschi edenen Schi cht
ver bessert werden (siehe E27a, Seite 1, 3. und

4. Absatz). We weiterhin in dieser Druckschrift (siehe
Seite 3, Absatze 2 und 3) dargelegt wird, kann die

| oni sati on durch den Einsatz von "magnetron sputtering”
und i nsbesondere von "unbal anced magnetron sputtering”
er heblich gesteigert werden, so daR dichte, fest
haftende Fil me abgeschi eden werden. In Kenntnis der
Lehre von E25 oder auch E27a war es deshal b fiur den
Fachmann nahel i egend, diese weiterentw ckelte Variante
der PVD-Techni k, namich das "C osed Field Unbal anced
Magnetron Sputtering”, auch fur die Abschei dung des in
Druckschrift E1 genannten Schichtsystens aus Ti G MS,
anzuwenden oder weni gstens auszuprobi eren, um dessen

Ei genschaften zu verbessern.

Di e Patentinhaberin hat vorgebracht, daf durch die
Anwendung des "Cl osed Field Unbal anced Magnetron
Sputtering” die kristallographische Struktur der MS,-
Schicht in vorteilhafter Wise verandert werde.

Di esbeziglich bietet die Patentschrift dem fachkundi gen
Leser jedoch kei ne Anhal tspunkte. Es wird vielnmehr die
techni sche Lehre vermttelt, dal bereits mt einem
konventi onel | en PVD- Verfahren ausrei chend "hohe"

| oni si erungrade erreicht werden, mt denen sich MS,-
Schichten guter Qualitat auf den Werkzeugen abschei den
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| assen, so dalR di ese bei der Zerspanung stark

ver besserte Ei genschaften aufwei sen (siehe Patent-
schrift, Beispiele 1 bis 3). Aus dem Patent sel bst und

i nsbesondere aus dem Vergl eich des Beispiels 4 mt den
Bei spielen 1 bis 3 erschliel3t es sich dem Fachmann auch
ni cht, wel che weitere Verbesserung der Ei genschaften der
MbS,- Schi chten mt dem Ei nsatz der bevorzugten

Ausf Uhrungsform des "C osed Field Unbal anced Magnetron
Sputtering” tatsachlich verbunden ist. We bereits
festgestellt wiurde, gibt es fur die von der

Pat ent i nhaberin vorgebrachte Behauptung, nur mt diesem
Ver fahren koénnte von der bekannten hexagonal en MS,-
Struktur abwei chende Kristallfornmen, insbesondere

anor phe festhaftende MS,-Filne, gebildet werden, in der
Pat entschrift sel bst weder genaue H nwei se noch

i ndi rekte Anzei chen, denn zur Kristallstruktur der
abgeschi edenen Fil ne macht di ese kei ne Angaben. Deshal b
vermag auch das Argunent der Patentinhaberin, die
Druckschrift E5 wei se von der beanspruchten Lehre weg,
wei |l dort zur Verneidung der Ausbil dung anorpher MS,-
Filme, die schlechte Schm erei genschaften haben, keine
"hohe", sondern viel nehr eine geringe |onisierung
enpfohl en werde, nicht durchzugreifen

Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags beruht
somt nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Erfinderische Tatigkeit (H | fsantrag)

Di e gl ei chen, zum Hauptantrag vorgebrachten Uberl egungen
hinsichtlich der erfinderischen Tatigkeit treffen auch
auf die techni schen Merkmal e von Anspruch 1 gemal

H | fsantrag zu. Di eser unterscheidet sich vom

Haupt antrag dadurch, dall di e MS,- Schi cht direkt auf das
Substrat ohne Hartstoff-2Zw schenschi cht aufgetragen
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wi rd. Schnei dwer kzeuge di eses Typs sind z. B. aus
Druckschrift E3 und E4 bekannt. Auch wenn diese
Schriften kei ne genauen Angaben zur Methode machen, mt
der di e MS,- Schi chten abgeschi eden wurden, so wird auch
in diesem Fall der Fachmann aufgrund der oben genannten
Uber | egungen weiterentw ckelte, ihm zur Verfigung

st ehende Kat hodenzer st aubungsanl agen fir sei ne Zwecke
nut zen. Somt enthalt auch Anspruch 1 des Hilfsantrags
kei ne techni schen Merkmal e, die eine erfinderische

Tati gkeit begrinden koénnten.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

Di e Beschwerde wird zurickgew esen

Der Geschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

V. Conmmar e W D. Wi ld
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